
ČOKcoffee chat -
Přehled simulačních 
řešení napříč fyzikami

Sniƀujeme náklady, zkracujeme 
dobu vývoje a zvyšujeme výkon 
Vašich produktű.

16. 4. 2026
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1. Představení TechSoft 

2. Ansys fyzikální pilíře: 
A. Structures

B. Electronics

C. Fluids

D. Optics

3. Propojeni pilířű ƛMultifyzika 

4. Nová témata

5. Závěr

Osnova
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Představení 
TechSoft 
Engineering

Jan Hrubý
Optical team leader
+420 702 190 646
hruby@techsoft -eng.cz

Martin Laštovka
Ansys Solution Advisor
+420 770 197 022
lastovka@techsoft -eng.cz

Jiří Teichman
Fluids and
Space Missions specialist
+420 720 578 981
teichman@techsoft -eng.cz

Jaroslav Zechmeister
Electronics specialist
+420 702 190 640
zechmeister@techsoft -eng.cz
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34
Let na trhu

200 +
Aktivních

zákazníkű

34
Specialistű

19
Let partner

Ansys

Společně pomáháme firmám v našem regionu být 
konkurenceschopnými a skutečně inovativními.

150+
Projektű/

benchmarkű/rok

4
Lokality

(+ vzdálené)

TechSoft v číslech

Nalezneme 
řešení i pro Vaší 

firmu
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OUTSOURCING

TECHNICKÁ PODPORAŠKOLENÍ UKÁZKOVÉ ÚLOHY

SEMINÁŘE 
A KONFERENCE

VÝVOJ / ÚPRAVA 
SOFTWARE

DODÁVKA 
SOFTWARE

Naše sluƀby

Nalezneme 
řešení i pro Vaší 

firmu

Jsme připraveni pomoci Vám řešit Vaše úlohyƦ
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Seznam zastoupených fyzik

ProuděníMechanika Elektro Optika Polovodiče

Systémy3D design Embedded FUSA Mise

Cloud / HPC MateriályAR IoT

Nalezneme 
řešení i pro Vaší 

firmu

Jednotlivé analýzy je moƀné propojit a vytvořit komplexní reálný scénář. 
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Hlavní pilíře

ProuděníMechanika Elektro Optika



Ansys Structures
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Pevnostní analýzy
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Simulace vibrací

Á Modální analýza

Vlastní tvary kmitání a frekvence

Á Seismicita

Analýza spektra odezvy (RSA)

Á Náhodné vibrace

Statistický přístup (PSD)

Á Harmonické buzení

Amplitudo -frekvenční charakteristiky

Á Obecný časový prűběh zatíƀení  
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ſivotnost a šíření trhlin

Á Nízkocyklová

EN křivka

Á Vysokocyklová

SN křivka

Á Šíření trhlin

Modelování počáteční trhlin a predikce jejího šíření
Delaminace

0

5

10

15

20

25

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

Number of km

d
e

p
th

 o
f 

th
e

 c
ra

c
k
 a

 [
m

m
]

m=2,9 m=2,8 m=3,0



12

Rychlé dynamické děje
Á Explicitní dynamika

Pády, nárazy, prűstřely výbuchy, tváření, sypké hmoty
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Pádové testy, nárazy

ÁSimulace pádű (např. převozovýchtestű)

ÁZkoušky dle norem ƛnapř. FOPS
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Pádové testy
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Balistika, prűstřely
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Scan

Designspace

Load cases

Topology
optimization

SmoothSTL

CAD conversion

Meshing

Evaluation Source: CADFEM Medical

Strukturální optimalizace
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Multifyzikálnísimulace brzd

ÅOvěřitchováníbrzdovéhosystémukolejovéhovozidla z pohledu
pevnosti a tepla

ÅOvěřitfunkci chladícíchkanálubrzdovéhosystémuběhemjízdy
kolejovéhovozidla

Pole napětí

Pole posuvűRychlost proudění

Teplotní pole

Å Ansys Mechanical umoƀňujezatíƀitmodel tepelnýmvýkonem,
kterýzapříčiníteplotnídilatace celékonstrukce

Å Díkysimulaci externíaerodynamiky v Ansys Fluent je moƀné
vyhodnotit efektivitu chladícíchkanálűběhemjízdníhoreƀimu

Å Optimalizace chlazeníbrzdovéhosystémudíkyprovázané
simulaci prouděnía mechaniky (FSI)

Å Validace produktu a urychlenívývojovéhoprocesu díky
moƀnostivirtuálnětestovat jízdníreƀimy

Cíle

Řešení

Benefity
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Plnění tlakové nádoby

ÅOvěřitpevnostnía seismickou odolnost tlakovékryogenní
nádobyběhemplněníhéliem

Å Provázanésimulace, kde výstupz CFD jsou tlakovápole, které
jsou pouƀityjako vstup do mechanickésimulace

Å Multifyzikálnísimulace je prováděnaiterativněƛFluid-Structure
Interaction (FSI)

Å Konstrukce navícmusívydrƀetpevnostněz pohledu seismické
odolnosti

Å Ověřeníkonstrukce a několikavariant, protoƀeneníprostor na
druhýprototyp

Å Garance bezpečnostia souladu s normou EN 13 458 -2

Cíle

Řešení

Benefity
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Pevnostní analýza nosné konstrukce tokamaku

Å Vyvinout nosnou konstrukce novéhotokamaku COMPAS
Upgrade -unikátnířešeníprojektu celosvětovéhovýznamu

ÅPevnostníkontrola konstrukce zatíƀenéelektromagnetickými
silami,vlastníhmotnostíateplotnímidilatacemi

ÅElektromagnetickésílyz rűznýchreƀiműprovozu tokamaku
(poloha plasmatu ,napájenícívek)počítányv Ansys Maxwell

ÅStrukturálníanalýzycelku a detailűřešenyv Ansys Mechanical s
objemovýmisilami z Ansys Maxwell

ÅRozsáhlákomplexnísestava cyklicky symetrickéčásti
konstrukce obsahujícířadušroubovýchspojű,kontaktű,
kompozitníchčástí,Ʀ

ÅDíkyAnsys bylo moƀnéotestovat a validovat nosnou konstrukci
naprovozníilimitnízatíƀenípředsamotnou výrobou.

Maxwell:
Elektromagnetické 
síly 

Tokamak 
COMPAS U

FEM model

Posunutí, 
deformovaný tvar v 
násobném měřítku

Cíle

Řešení

Benefity
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ÅOvěřitnavrƀenoukonstrukci prűmyslovéodstředivky

Å Zjistit meznístavy přistatickéma dynamickémnamáhání
výrobku

Modální analýza bubnu -
vliv gyroskopické momentu

Odezva na harmonické 
buzení nevývaƀkem

Å ProstředíAnsys Mechanical umoƀňujeověřitjak základní,tak
pokročilésestavy z pohledu statickéhoi dynamického
namáhání

Å Jednotlivéanalýzyje moƀnéprovázata tak přesnějipopsat
danou problematiku

Å Značnésníƀenínákladűdíkyredukci počtuměření
dynamickéhozatíƀení

Å Urychlenívývojovéhocyklu produktu díkypouze jednomu
certifikačnímuměření

Cíle

Řešení

Benefity

Návrh odstředivky
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Å Vyvinout pouzdro o délce648 mm tak, aby byla jeho maximální
hmotnost 3,5 kg

Å Pouzdro slouƀípro převozradioaktivníchvzorkűa jeho maximální
hmotnost včetněvzorku je zmanipulačníchdűvodűomezena .

Å Pűvodníceloocelovápouzdra byla nahrazena kombinací
ocelovéhovíkaa dna akompozitovéhotubusu .

Å Pouzdro pevnostněkontrolovánona podtlak, stabilitu a pádový
test .

Å Nesmídojítke ztrátěhermetičnostipouzdra

Å DíkyAnsys bylo moƀnénavrhnout vhodnou konstrukci
kompozitníhopouzdra a udrƀetcelkovou hmotnost pouzdra o
délce648 mm na niƀšíhodnotě,neƀmápouzdro celoocelové
o polovičnídélce.

Kompozitovépouzdro, 
řez

Napětí

Cíle

Řešení

Benefity

Pouzdro pro převoz radioaktivních vzorkű



Ansys Electronics
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Analýzy dělíme podleƦ

Frekvence

̪̤̠̜̇Ά

˿Ί̫̜Ά
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Analýzy dělíme podleƦ
Nízké a vysoké proudy

I = mA I = A I > A
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Kolekce elektromagnetických řešičű
Ansys Electronics solutions help you solve the most critical aspects of your product designs through simulation. If you 
work with antennas, RF electronics, PCBs, cables, chip packages, electric motors and EV powertrains, we provide you 
with industry gold standard simulators. Ansys solves electromagnetic, thermal, SI, PI, parasitic, cabling, filter and 
vibration challenges in your designs. Ansys Electronic products allow you to achieve first pass success in developing 
5G/6G systems, automotive electronics, drones, satellites, aircraft, motors, phones, tablets, smartwatches, earbuds, 
AR/VR goggles, wireless chargers, power supplies, and many other electrical & electronics (E/E)systems.

HFSS Maxwell SIwave Icepak

Simulates 3D 
electromagnetic fields to 
design high-frequency, 
high-speed electronic 

components. Its FEM, IE, 
asymptotic and hybrid 

solvers address RF, 
microwave, IC, PCB and 

EMI problems.

Solves static, frequency-
domain and time-varying 

electric fields. Maxwell is an 
EM field low frequency 

solver for electric machines, 
transformers, actuators, 

switch gears, and consumer 
electronic devices.

Solves power delivery 
systems and high-speed 
channels in electronic 

devices. A specialized tool 
for power integrity, signal 
integrity and EMI analysis 
of IC packages and PCBs. 

Predicts airflow, 
temperature and heat 
transfer in IC packages, 

PCBs, electronic 
assemblies/enclosures, 

power electronics. Icepak 
is a CFD solver for 

electronics thermal 
management. 

ConceptEV

Simulation platform that 
optimizes the design of all the 

components of an EV 
powertrain. Collaborative 

framework which unites cross-
disciplinary engineering teams 
to provide fast and accurate 
decision making early in the 

development process.
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Kolekce elektromagnetických řešičű

Motor-CAD EMC Plus

Dedicated electric motor 
design tool for fast 

multiphysics analysis. Enables 
motor and design engineers to 

evaluate motor topologies 
across the full torque-speed 
operating range to optimize 

motor performance, 
efficiency, and size.

Delivers a design-to-
validation workflow 
including EMI/EMC 

certification support, and 
cable harness modeling. 

EMC Plus is a platform-level 
electromagnetic modeling 

and simulation tool.

Q3D Extractor

Calculates the parasitic 
parameter of frequency-
dependent resistance, 

inductance, capacitance, 
and conductance (RLCG) 
for electronic products. 

Simulate and design 
electronic packaging and 
power electronic devices.

Charge Plus
Nuhertz 

FilterSolutions

Focuses on charging and 
discharging phenomena. It 
simulates electric arcing in 
air, surface and internal 

charging, particle transport 
and dielectric breakdown  

helping the user assess and 
manage risks associated with 
excessive charge build up in 

the system.

Provides automated design, 
synthesis and optimization of 

RF, microwave and digital 
filters in an efficient and 
straightforward process. 

FilterSolutions automatically 
sets up filter analysis and 

optimization in the Ansys HFSS 
electromagnetic simulator.

Ansys Electronics solutions help you solve the most critical aspects of your product designs through simulation. If 
you work with antennas, RF electronics, PCBs, cables, chip packages, electric motors and EV powertrains, we 
provide you with industry gold standard simulators. Ansys solves electromagnetic, thermal, SI, PI, parasitic, cabling, 
filter and vibration challenges in your designs. Ansys Electronic products allow you to achieve first pass success in 
developing 5G/6G systems, automotive electronics, drones, satellites, aircraft, motors, phones, tablets, 
smartwatches, earbuds, AR/VR goggles, wireless chargers, power supplies, and many other electrical & electronics 
(E/E)systems.
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ANSYS Electronics Desktop

Jedno prostředí
ÅVšechny moduly v jedné aplikaci

Tvorba vlastního modelu
Å2D a 3D modelování 

CAD neutrální
Å Nativní CAD formáty

Implementované síŧování
Å Adaptivní síŧování přímo v AEDT 
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Elektrické stroje
ÅElektromotory

o Modul pro analytický návrh, editor vinutí, 

typické topologie

ÅMěniče

o AC/DC simulace, sběrnice, kabely

ÅElektromagnetické retardéry

o Propojení s tepelnou a mchanickou simulací

ÅElektromagnetické separátory
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ÅTransformátory

o Analytický návrhový modul, propojení s 

teplem a mechanikou

ÅRozvaděče

o Analýza kompletního zařízení i jednotlivých 

částí, propojení s teplem a mechanikou

ÅPCB

o AC/DC, proudové zatíƀení, přímé spojení s 

teplotou, křivka ƀivotnosti

Elektrická zařízení od NN po VN 
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Signálové PCB

ÅSignálové PCB

üAltium, Cadence, Mentor

üFD, TD simulace

üIndukované napětí

üParazitní vyzařování

üPřeslechy, analýza impedancí
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